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Grupo Itautec

e Fundada em 1979, € uma empresa 100% nacional
especializada no desenvolvimento de produtos e solucdes
em informatica e automacao.

e Uma das lideres do setor em pesquisa e desenvolvimento.
Em 2008, investiu RS 63,4 milhdes em P&D;

e Atuacdao em 2,7 mil cidades no territorio nacional (35 filiais)
e em 9 paises;

e Faturamento anual de RS 1,99 bilhdo (2008);
e 5,3 mil colaboradores;
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Base instalada de micros e servidores e projecoes atée 2010

Segmentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
@ Domestico 5.234.347 6.406.036 8.662.000, 11.710.000 15.150.000/ 18.200.000|21.500.000
é Corporativo 11.143.630] 11.900.529 13.614.000, 15.450.000, 17.310.000 19.190.000(21.100.000
_Servidores 274.850 298.210 325.384 363.090 392.500 4140000 445.800
Parqueinstalado 16.652.827| 18.604.775 22.601.384| 27.523.090] 32.852.500, 37.804.000/43.045.800
Incremento anual 1.951.948 3.996.609 4.921.706 5.329.410 4.951.500 5.241.800

Fonte: IT Data Consultoria, 2009 o . . .
Evolucao do parque instalado de micros e servidores
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[ O que Tl tem a ver com desenvolvimento sustentavel? ]

* O tempo médio de vida de um computador nos Estados Unidos caiu de
4,5 anos (em 1992) para dois anos (em 2006). (=)

e Producaode um PC emite cerca de 1.300 kg de CO2.(**)

* 15% do efeito estufa causado pelas empresas, em geral, € oriundo de
produtos e processos de computacao eletronica (4

e Até o final de 2007 havia 300 milhdes de computadores obsoletos no
mundo (*)

e Um computador comum emprega ao menos dez vezes o seu peso em
combustiveis fosseis (contribuindo para o aquecimento global) e 1.500
litros de dgua em seu processo de fabricacao.

e Automoveis, por exemplo, utilizam, no maximo, duas vezes o seu peso
em matéria-prima e insumos.

e Um uUnico chip de memadria RAM consome 1,7 Kg de combustiveis
fosseis e substancias quimicas para ser produzido, o que corresponde
a cerca de 400 vezes o seu peso.

(*) Fonte: B2B Maganize /ONU - Julho 2007 - (**) Akatu




@RedeTSQC

Qualificacio e Certificacao em TI

Cenario | -1990 até 2004

e Abertura do mercado Brasileiro;

e Tema meio ambiente ganha forca no inicio da década;

e Comeca a discussao sobre residuos solidos no Pais;

e Surgem as normas de meio ambiente da série ISO 14001;
e Novas barreiras ndo tarifarias (internas e externas);

e Tecnologia permitindo maior mobilidade;

e Crise de energia no Pais;

Riscos e oportunidades! ]
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Acoes da Itautec na area ambiental

e Implanta em 2001 o sistema de gestao ambiental;
e Investimento de RS 1,6 milh3o;
* |nicio da mudanca da cultura interna:
e Reducao de desperdicios;
e Ganhos de eficiéncia (dagua e energia);
e Em 2003 a Itautec recicla o primeiro computador;
e Dificuldades com fornecedores e tecnologia disponivel;
e Certifica o sistema ambiental com base na ISO 14001;

[ Investimentos e oportunidades!
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O mercado nao valoriza as iniciativas como diferencial!
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Cenario Il — 2004 a 2006

Novas barreiras nao tarifarias no mercado europeu;
Diretriz Rohs (Reducao de Substancias Nocivas);
Producao livre de Chumbo (Lead Free);

Gestao dos residuos de alta tecnologia (Weee)

Riscos e oportunidades!




Acoes da Itautec na area ambiental

e Implanta em 2006 e 2007 o sistema de producao livre de
chumbo e de outras substancias perigosas (RoHS)

e Investimento de RS 3 milhdes;

[ Investimentos e oportunidades!




Qualificacio e Certificacao em TI

@RedeTSQC

Desafios - Projeto piloto ATM CX3 }

e Complexidade da nova tecnologia;

Investimentos em novas mdquinas e equipamentos;

Treinamentos especificos;

Processos

Desenvolvimento de métodos de auditorias de conformidade e avaliagao;

Utilizar a experiéncia como base para o objetivo maior, ou seja, produgao
100% na diretiva RoHS até o final de 2008.

Processonao é reversivel (temperatura de trabalho mais alta) W

Nao havia projeto similar no Pais, portanto, sem referéncia

v

~

Necessidade de consultoria externa para suporte nas especificagoes
de equipamentos

Readequacao das linhas de producao (linha antiga / linha nova) ]7
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» Modificacdes na cadeia de suprimentos

Importacao de materiais RoOHS ( modificagao em
mais de 2000 itens) -Momento |

-~

das especificacoes do RoHS, mas mantiveram duas
listas (RoHS e nao RoHS) - Momento I

{ Fornecedores nacionais passarama fabricar dentro

Fornecedores nacionais passarama produzir
somente linha RoHS - Cenario final




Substdncias-alvo
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Substancias eliminadas e adequadas a diretriz RoHS

¢ Chumbo (Pb) - Componentes eletrénicos e soldas.
» Substituido por nova liga metalica a base de estanho, cobre e prata.

* Mercurio (Hg) - Baterias, sensores, relés e chaves.
¢ Eliminado. Novos componentes sem presenca de mercurio.

* Cadmio (Cd) - Pigmentos e pinturas, baterias, processos de galvanoplastia.
 Substituidos por componentes permitidos (Litio).

* Cromo Hexavalente (Cr6+) - Tratamento anti-corrosivo e blindagem elétrica.
¢ Substituidos por Cromo trivalente (Cr3+).

« Bromobifenilas (PBB), Eteres de I?romobifenilas (PBDE) - Retardantes de chamas.
* Substituidos por Decabromodifenil Eter.

Materiais presentes nas placas eletronicas, cabos, revestimentos, pinturas, partes plasticas e
metalicas.




Consequéncia da disposicao inadequada de materiais inserviveis
(exemplo — chumbo)

Path of lsad from soldered board to the human body

via drnnking water

Soldered board

-
-

. e
=

Drinking water
polluted by lead

Lead solubikized

4 Effects Lo
\&the: human body

Subsurface water
polluted by lead

Fonte: Internet
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Expansao para outras linhas

Linhas de Notebook, Netbook e Desktop estao conforme com a
diretriz RoHS.

Outros equipamentos de automagao comercializados no Brasil
passam a ser adequados a Diretiva RoHS.

Em 2008, 93% da produgao estava em conformidade do a RoHS.

A meta para 2009 é de 98%.
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O mercado nao valoriza as iniciativas como diferencial, mas
questiona!
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Cenario atual

 Novas Barreias nao tarifarias no Mercado Europeu
(Reach);

e Preocupacao com o ciclo de vida dos produtos;

e Dados sobre o aquecimento global e reducao dos
recursos naturais;

e Projetos de lei no Brasil para gestao dos residuos
de equipamentos eletroeletronicos.

Riscos e oportunidades!
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Ciclo de vida de um produto
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Fluxo de maleriais

Ciclo de Vida - Collaborative Research Center 281
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http://www.metareciclagem.org/

Qualificacio e Certificacao em TI

\\‘gRedeTSQC

Materiais em um Desktop

Ferro
68% M Placas
M Plasticos
M Fio e Cabos
= Aluminio

™ [Inox

Ensaios na area de gestdo ambiental da Itautec
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Participacdo dos materiais num Notebook )

B Plastico

B Metais ndo ferrosos (aluminio,
cobre,ouro,prata)
¥ Vidro

® Ferro

m Cabos

® Placa

(* ) Ensaios relizados na drea de reciclagemda Itautec
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Materiais reciclaveis em monitores (CRT)

2%

® Aluminio

M Cinescopio
W Ferro

M Fio e Cabos
m Placas

m Plasticos

Ensaios na area de gestdo ambiental da Itautec
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Fluxo da preparagao para reciclagem \uqﬁﬁcfaoecemﬁgmn

Centro de Gestao Ambiental

o RECEBIMENTO E DESMONTAGEM o DESCARACTERIZACAD

o SEGREGACAD POR TIPO DE MATERIAL

Pm DUCAQ l

o DESTINACAO FINAL
: 'R
MATERIA-PRIMA Saa =
PARA A CADEIA o

PRODUTIVA
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Motivacoes

e J]a ha legislacbes sobre o assunto em 16 estados da
federacdo quanto a gestdo de residuos (e-Waste);

e Inclusdo de caracteristicas ambientais (consumo de
energia e composicao) em licitacOes e editais;

e A responsabilidade compartilhada esta presente nas
discussoes sobre o destino dos materiais ao final da vida
util.

e Empresas comecam a preocupar-se com o destino que
seus ativos terao.

e O mercado de reciclagem esta em evolucao, atraindo
empresarios para o setor.
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Até onde o planeta suporta?

Fig.2: PEGADA ECOLOGICA DA HUMANIDADE, 1961-2003
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Obrigado!

Geréncia de Sustentabilidade
Joao Carlos Redondo
(011) 3543-4072

Disk.meio-ambiente®@ itautec.com

H
jredondo@ itautec.com & I ta u te C
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